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SECCIONAMIENTO DE COMPONENTES ELECTRONICOS

Introduccion

El seccionamiento de componentes electrdnicos para control
de calidad o el andlisis de fallas puede ser un desafio, ya que
se debe tener cuidado para garantizar que se revele la
estructura real, libre de objetos inducidos por la preparacion.
Historicamente, se usaban procesos de corte que eran
altamente dafiinos para la muestra, lo que podia inducir
objetos que facilmente podrian malinterpretarse como
defectos de fabricacion o fallas en el servicio. Para evitar
esto, el seccionamiento debia realizarse lejos de la region de
interés (ROI por sus siglas en inglés) y se requerian largas
etapas de esmerilado y pulido para recuperar el dano
inducido.

Contexto

Historicamente, los cuatro métodos mas comunes de
seccionamiento han sido con punzonado, enrutador, disco de
cinta y disco de corte de precision; cada uno con sus ventajas y
desventajas. El punzonado y el prensado son rapidos pero estan
limitados por el tamafo de la probeta y pueden causar una
tension de deformacion significativa en los tableros multicapa.
Los enrutadores y los discos de corte de cinta se pueden
configurar para manejar piezas de varios tamafos, pero pueden
causar calor, actuar agresivamente contra los tableros poblados
y causar tension de corte en los tableros de multiples capas. El
corte de precision reduce significativamente el dano, pero
puede estar limitado por el tamano de la placa e
historicamente requeria un corte de piezas mas lento en
comparacion con los métodos discutidos anteriormente.

Solucioén
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LacortadoralsoMetHigh Speed
Pro combina una gran area de
trabajo abierta, movimiento
automatizado en tres ejes,
alineacion laser para
confirmacion visual de corte,
motor de 2 kW y metodologia =
almacenada. (Figura 1)

Figura 1: la metodologia almacenada se puede utilizar para garantizar el
recorte en el mismo ROI si se va a realizar un trabajo de rutina.
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Ejemplo
Se realizaron cross section de un tablero despoblado MIL-
SPEC de 12 capas para determinar el dano inducido por
diferentes métodos de corte. Cada pieza se mont6 con
EpoKwick FC para asegurar que se mantuviera una
retencidon superior del borde durante la preparacion
(Figura 2).
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Figura 2: El epoxi EpoKwickFC brinda excelente retencion de bordes, baja
contraccion y baja viscosidad. Esto asegurd que no hubiera delaminacion del
tablero debido a la preparacioén de la muestra durante los pasos de
esmerilado y pulido.

Las muestras se prepararon utilizando el método SumMet
estandar para componentes electronicos generales que se
muestra en la pagina siguiente y se pueden encontrar en el
sitio web de Buehler en la pagina Soluciones.

Las muestras se esmerilaron y pulieron perpendicularmente al
borde seccionado, de modo que la superficie que quedd de
cada uno de los métodos de corte y el daio inducido debajo

de lasuperficiepudieran examinarsefacilmente.

Las muestras se fotografiaron y se tomaron medidas para
mostrar el dafo inducido por la eliminacion. (Figura 3 -
Figura 6)

Conclusion

Losmétodos de corte pueden inducir dafios en el

material del tablero y requieren pasos posteriores de
esmerilado y pulido para eliminarlos. Dependiendo de la
eleccion del equipo para la remocion, el dafo puede ser
de mas de 2,5 mm y requiere que los operadores “trituren
y encuentren” para asegurarse de que se revele el
material inalterado. La eliminacion de esta manera puede
hacer que las muestras se vuelvan uniformes o que
superen el ROl si se toman muestras demasiado cerca.
Usando un disco de corte de precision, como la
IsoMetHigh SpeedPro, uno puede asegurarse de que se
acerquen al ROI sin inducir dano.
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Surface  Abrasive [ Size Load - Ibs [N] / Base Speed  Relative Time [min:sec]

Specimen [rpm] Rotation
CarbiMet 320 [P400] grit SiC water 3[13] 150 /i @\ Hit the edge of the
cooled W/ Y target
TexMet P 9 pm MetaDi Supreme  5[22] 150 fi ,fﬁ‘x 5:00
Diamond W/ O/
VerduTex 3 pm MetaDiSupreme  5[22] 150 ”@‘\ 3:00
Diamond /) \O/
VerduTex 1 pm MetaDiSupreme  5(22] 150 \ @\ 3:00
Diamond 1\_-\3
ChemoMet 0.05 pm MasterPrep 3[13] 150 ,@ 1:30
Alumina @%-__,.J'

Figura 3: Danos por corte con disco de corte de cinta. Figura 4: Dano por corte de troquel y punzoén.

* Tablero de notas agrietado perpendicular a la capa, delaminacion que se * Tablero de notas que se delaminadentro de las ultimas 4 capas,

extiende ~1500 micras (1,5 mm) desde el borde del corte. Se observaron distorsion de las capas de cobre que se extiende ~1200 micrones (1,2 mm)
astillas de fibra de vidrio a 2500 micrones (2,5 mm) desde el borde de desde el borde del corte. Astillamiento de fibra de vidrio observado a 1600
ataque. micras (1,6 mm) desde el borde de ataque

Figura 5: Dafio por la seccion del enrutador. * Tenga en cuenta la Figura 6: Dafios causados por el corte IsoMetHigh SpeedPro con
distorsion de las capas de cobre y la ligera desaminacion de las dos disco IsoMet15HC.

ultimas capas con astillado del haz de vidrio que se extiende ~400 * Tenga en cuenta que las capas de cobre y tablero son paralelas
micrones (0,4 mm) desde el borde del corte. con poco dafio a los paquetes de vidrio. Dafio que se extiende ~20

micras (0,02 mm) desde el borde del corte.
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